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摘 要

利用微熱壓成型技術和微射出成型技術來加工高分子材料其 最大優點就是複製性好、可大量生產，但是此兩種成型方法尚

有不 同的優缺點。因此，本文將以光學顯微鏡(OM)、薄膜厚度量測儀(α -step)、掃描式電子顯微鏡(SEM)、應力偏光儀和

田口品質設計實驗 方法來探討以微熱壓成型技術和微射出成型技術所加工出來之微 結構成型品在成型性、收縮、應力分

佈之情況，並進行一有系統且 完整的研究分析與整理。 從實驗結果中發現微熱壓成型技術在特徵結構上有精確的轉 印性

，而微射出成型技術則可透過最佳化參數後得到與微熱壓成型 品近似的特徵結構；在成型後殘留應力的部份微熱壓成型品

幾乎看 不見殘留應力，而微射出成型品則是在豎澆道的周圍有產生放射狀 的殘留應力存在。

關鍵詞 : 微熱壓成型、微射出成型、殘留應力
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